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Laser Mold® Alu AS | GSALCU6 AlCubMn

Werkstoffnummer: -

EN ISO 18273: S Al 2319 (AICUBMNZrTi)
DIN 1732: SG AlCu6Mn

AWS 5.10: ER 2319

Beschreibung

SchweilRdraht zum Schweiflen von Aluminium-Kupfer Legierungen. Beim SchweilRen von AlCu Legierungen
mit hoherer Festigkeit und bessere Duktilitat im Vergleich zu AlSi SchweilRzusatzen. Gute Bestdandigkeit
gegeniiber Spannungsrisskorrosion bei erhéhten Temperaturen.

Anwendungsgebiet
Fir artgleiche und artdahnliche SchweiBungen, hauptsachlich in Luft- und Raumfahrt

Richtanalyse in %
Cu Mn Zr Ti Al
6,15 0,25 0,13 0,14 Rest

Materialeigenschaften

Zugfestigkeit Rm (N/mm?) 160
Dehngrenze Ry (N/mm?) 70
Bruchdehnung As (%) 12

Verarbeitungshinweis
Auf sauberen, rissfreien SchweilRbereich und gute Schutzgasabdeckung achten.
Wir empfehlen die Verarbeitung unter Schutzgas Argon 4.6 oder hoher.

Lieferform

Gerichtete Meterstdbe auf Anfrage

50 m Spule @ 0,50 bis @ 0,60 mm | @ 1,6 mm
100 m Spule @ 0,50 bis @ 0,60 mm

250 m Spule @ 0,50 bis @ 0,60 mm

1 Kg Spule @ 0,50 bis @ 0,60 mm

Diese Informationen basieren auf unserer Erfahrung, sorgfiltigen Untersuchungen und

intensiver Recherche. Wir (ibernehmen keine Haftung oder Garantie fiir die Richtigkeit 11/2025 Rev. 1.0
dieser Angaben. Fir spezielle Anwendungen empfehlen wir, Schweillversuche Seite 1 of 1
durchzufiihren. www.dsi-laser-wire.de

Diese Informationen kénnen sich ohne Vorankiindigung dndern.



